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Das Servicezentrum Elektronik ZE stellt Standard-
verfahren fiir die Konstruktion, Arbeitsvorberei-
tung, Fertigung und Priifung von elektronischen
Baugruppen und Geriten fiir DESY bereit. Im Jahr
2005 bearbeitete die Gruppe ZE insgesamt 436 Auf-
trige, davon waren allein 140 Auftrige zur Beschaf-
fung von Leiterplatten unterschiedlicher Komple-
xitit.

Fiir die einzelnen DESY-Bereiche wurden folgende
Auftrige durchgefiihrt:

Bereich  Werkstattauftrige Wert
FH 48 290 T€
FS 76 259 T€
M 289 1297 T€
Zeuthen 4 62TE€
Andere 3 13T€

Abbildung 138: HI-Sensor im Bondautomaten.

In Folgenden werden Titigkeiten aus den einzelnen
Arbeitsbereichen erliutert.

Bereich Konstruktion,
Arbeitsvorbereitung und Fertigung

Das Bondlabor war 2005 mit der Reparatur der Si-
liziumdetektoren (FST und BST Module) des HI-
Experimentes beschaftigt (sieche Abbildung 138).

150 FST Module wurden neu aufgebaut und bei ZE ge-
bondet (sieche Abbildung 139). 120 BST-Module und 50
BST-Reservemodule wurden durch ZE repariert. Dazu
mussten die APC Chips und der Decoder Chip entfernt
werden. Die Landeflachen sind von Kleberesten befreit
und neue Chips aufgeklebt worden. Danach wurden die
Chips gebondet. Auf gleiche Weise wurden 50 PAD
Module repariert (siehe Abbildung 140).

Insgesamt sind bei ZE tiber 250 000 Bondverbindungen
fiir die H1-Reparatur hergestellt worden.

Abbildung 139: Hybrid-Baugruppe eines FST-Sensors.
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Abbildung 140:
Sensors.

Hybrid-Baugruppe eines PAD-

Bereich Priifung von
elektronischen Baugruppen

Eine wesendliche Aufgabe war 2005 die Priifung, Re-
paratur und der Abgleich der Baugruppen PPA und
Hybrid-Module aus HERA (siehe Abbildung 141).

Mehrere hundert dieser Baugruppen sind bei HERA
im Einsatz und mafgeblich fiir die Strahllage und In-
tensitats-Messung verantwortlich. Bedingt durch die
Bauform des PPA-Modules entstehen in der Baugruppe
Temperaturen von iiber 60°C, die zu vermehrten und
immer wiederkehrenden Ausfallen von Bauteilen durch
beschleunigte Alterung, sowie zur Schadigung von
Lotverbindungen fiihren. Ebenfalls fiihrt die komplexe
Bauform der Baugruppe zu einem erhohten Schwierig-
keitsgrad der Reparatur, der sich in gro3em zeitlichen
Aufwand fiir die Reparaturen niederschlagt.

Priifung komplexer Baugruppen

Die zunehmende Komplexitat elektronischer Baugrup-
pen erfordert Uberlegungen, wie in Zukunft die Qualitat
des Fertigungsprozesses verifiziert werden kann.

Da die Qualitat von Baugruppen in vielen Fallen nicht
mehr iiber die Funktionalitat priifbar ist, miissen andere
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Abbildung 141:
Modul.

Vollstindiges und zerlegtes PPA-

Testverfahren zur Absicherung der Fertigungsqualitit
eingesetzt werden. Bei ZE sind folgende Verfahren seit
2005 im Einsatz:

Ein Test nach dem Verfahren der Knotenimpedan-
zanalyse Mit diesem Verfahren lassen sich fehlende
elektrische Verbindungen und fehlerhafte Bauelemente
identifizieren.

Ein Test nach dem Boundary Scan Verfahren Mit
diesem Verfahren kann die Verarbeitung hochpoliger
Bauelemente mit bis zu 2000 elektrischen Anschliissen
getestet werden. Dieses Verfahren nutzt die fiir dieses
Priifverfahren implantierte Eigenintelligenz moderner
hochintegrierter Bauelemente wie FPGAs, CLPDs und
Microcontrollern.

Im kommenden Jahr soll eine automatische optische
Inspektion (AOI) zum Einsatz kommen. Mit diesem
Verfahren kann eine fehlerhafte Lotstelle oder eine
falsche oder fehlerhafte Bauteilbestiickung optisch
identifiziert werden.



